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Abstract (en)
[origin: WO9010111A1] The invention concerns an process for coating finish films and endless edges in which an acid-hardening, aqueous coating
composition based on an amino plastic resin/hydroxyl group-containing compound/self-crosslinking acrylate dispersion is applied and stoved. The
coating composition used contains 5 to 20 wt. % of one or more fillers with a mean particle size of 0.015 to 10 mu m, a maximum particle size
less than or equal to 40 mu m and a density less than or equal to 2.9 g/cm<3>. The invention also concerns the coating compositions used in the
process and finish films and endless edges produced by the process, whose principle advantage is a negligible formaldehyde emission, particularly
in conjunction with a low-formaldehyde chip board.

Abstract (fr)
Selon un procédé de revêtement de pellicules finies et de bords sans fin, on applique et on cuit une composition aqueuse de revêtement durcissable
dans des acides, à base de résine aminoplastique, d'un composé contenant des groupes hydroxyles et d'une dispersion d'acrylate auto-réticulable.
La composition de revêtement utilisée comprend entre 5 et 20 % en poids d'une ou plusieurs charges ayant des grains d'une grosseur moyenne
comprise entre 0,015 et 10 mum, une grosseur maximale inférieure ou égale à 40 mum et une densité inférieure ou égale à 2,9 g/cm3. L'invention
concerne également les compositions de revêtement utilisées pour mettre en oeuvre ce procédé et le pellicules finish et bords sans fin produits
selon ce procédé. Ces pellicules et bords ont l'avantage d'avoir une émission de formaldéhyde extrêmement réduite, notamment en association
avec des panneaux d'aggloméré pauvres en formaldéhyde.
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